Componenti, Materiali e Processi pet. -

=

 Ambiente spaziale, temperature, pressione e radiazioni

« Sottosistemi elettronici, Controllo termico, Sistemi ottici (}' GO/)
* Propulsione, Strutture, Forme, Meccanismi, @/ Q/
* Materiali permessi e vietati nello spazio, Propellenti, % Q

« Composti laminati e monolitici,

Componenti Elettronici
* New Space o Golden Satellites? COTS & HiRel

7 < j"{‘ * Normative: ESA, NASA, AEC, JEDEC, MIL System, IPC
?@iﬁ &y“% « Package: proprieta meccaniche, termiche ed elettriche
; « Stagno puro: conseguenze e contromisure

Materiali e Processi

« Materiali per saldare, incollare, verniciare
« Circuiti stampati e montaggi elettronici

* Normative: ECSS standard

* Procedure di test e verifica dei processi. 3
« Altri processi in uso per apparati di vQls -

MIcropumps
Passive Silicon
Through-Silicon

Vias (TSVs)

C4 Bumps

f Side-by-Side Die Layout
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3 CFU (24 ore di lezione tenute
da specialisti dell’aerospazie)

Anche per studenti di
Magistrale in Scienza e Tecnologia dei Materiali e
Triennale e Magistrale in Fisica.



